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Leiterplatte mit den elektrischen Anschlusskontakten einer photoelektrischen Umwandlungsvorrichtung und 
Verfahren zur Montage dieser Vorrichtung 
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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine photoelektrische 
Umwandlungsvorrichtung, die zur Verwendung in einer Kamera oder dergleichen 
bestimmt ist, und bei der ein photoelektrisches Umwandlungs-Bauelement, wie 
5 ein CCD (Charge Coupled Device - ladungsgekoppel tes Bauelement), verwendet 
wird, und auf ein Verfahren zur Herstellung dieser Umwandlungsvorrichtung. 

Kameras, die einen CCD haben, werden auf verschiedenen Gebieten, die 
von dem privaten bis zu dem industriellen Sektor reichen, haufig verwendet. 
Kleine medizinische Kameras werden fUr Endoskope verwendet. Gegenwartig 

10 betrSgt die kleinste Durchmesser dieser Kameras 8 mm. Da Kameras mit einem 
kleinen Durchmesser dringend gewunscht werden, urn die Eigenschaften der 
Endoskope und ihre Marktfahigkeit zu verbessern, werden diese sehr kleinen 
Kameras jedoch intensiv untersucht und entwickelt. Die zentralen Bereiche 
solcher Kameras sind CCDs. Die Verpackungstechniken fur die CCDs sind das 

15 wichtigste Entwicklungsthema. Als CCD-Gehause fur herkommliche Kameras 
werden im Hinblick auf eine Massenproduktion und niedrige Kosten haufig 
keramische Gehause verwendet. Da die GroSe bei den keramischen Gehausen 
begrenzt ist, werden von vielen Herstellern jedoch alternative 
Montagetechniken entwickelt. 

20 Als nachstes wird ein auf einem verwandten Fachgebiet angewandtes, 

herkommliches Montageverfahren beschrieben, das in der Praxis verwendet 
wird. 

Die Figur 23 gibt ein Beispiel des Chip-auf-Glas-Verfahrens wieder. 
Bei diesem Verfahren wird ein optisches Glas 1 hergestellt (Schritt a). In 

25 einem ebenen Bereich 2 und einem Randbereich 3 des optischen Glases wird 
eine dicke Goldfilm-Verdrahtungsschicht 4 gebildet (Schritt b). In einem 
Verbindungsbereich fur den CCD wird eine Metallpaste mit niedrigem 
Schmelzpunkt aufgedruckt. Ein Beispiel der Metallpaste ist eine Legierung 
aus Indium und Blei. Die Metallpaste wird erhitzt und geschmolzen, so daB 

30 Vorsprunge 5 gebildet werden (Schritt c). Ein CCD 6 wird hergestellt 
(Schritt d). Nach dem Drahtbondeverfahren werden Metal lkugel vorsprunge 7 
auf dem CCD 6 gebildet (Schritt e). Die Metal! vorsprunge 5 auf dem 
optischen Glas 1 und die Metal lkugel vorsprunge 7 auf dem CCD 6 werden bei 
einer Warmebestandigkeitstemperatur des CCDs oder darunter (namlich 150°C 

35 oder weniger) warmgepreBt, so daB die Metall vorsprunge 5 und die 
entsprechenden Goldkugel vorsprunge 7 miteinander verbunden werden (Schritt 
f). Urn die mechanische Festigkeit des verbundenen Bereichs zu verbessern, 
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wird auBerdem der Zwischenraum zwischen den verbundenen Vorsprungsbereichen 
und den CCD-Pixeln mit einem Harz 8 gefullt und versiegelt (Schritt g). 
Danach wird eine an einem Rand des optischen Glases 1 angeordnete, auBere 
Verbindungselektrode 9 mit einem flexiblen Substrat 10 verbunden (Schritt 
5 h). Danach werden die auBere Verbindungselektrode 9 und das flexible 
Substrat 10 warmgepreBt mit einer Klebefolie oder dergleichen, die zum 
Beispiel Anisotropieeigenschaften hat. Ein Vorteil des Chip-auf-Glas- 
Verfahrens ist, daS die Genauigkeit der Ausrichtung zwischen dem CCD und 
dem optischen Glas bis zu 10 urn betragt. 

10 Als nachstes wird ein weiteres, auf einem verwandten Fachgebiet 

angewandtes Verfahren unter Bezugnahme auf die Figur 24 beschrieben. 

Die Figur 24 ist eine schematische Darstellung, die das Einzelpunkt- 
Zungen-Verfahren wiedergibt. Ein Zungenband 17, das plattierte 
Metal lvorsprQnge hat, wird hergestellt (Schritt a). Die VorsprGnge des 

15 Zungenbandes 17 werden mittels eines kleinen Bonde-Erhitzungswerkzeugs 8 
nach dem Ultraschall-WarmpreBverfahren mit entsprechenden Elektroden- 
AnschluBflachen eines CCDs 15 verbunden (Schritt b). Wie bei dem Chip-auf- 
Gl as-Verfahren wird das Warmpressen bei der Warmebestandigkeitstemperatur 
des CCDs oder darunter (namlich 150°C oder weniger) mittels des kleinen 

20 Erhitzungswerkzeugs 8 ausgefuhrt. Der groBte Vorteil dieses 
Montageverfahrens ist, dafl nach der Montage des CCDs die Eigenschaften des 
CCDs auf dem Zungenband 17 kontrolliert werden konnen. Auf die obere 
Oberflache des CCDs 15 wird ein optischer Kleber 19 aufgebracht (Schritt 
c). Das optische Glas 11 wird auf der oberen Oberflache des CCDs 15 genau 

25 aufgebracht (Schritt d). Dabei betragt die Genauigkeit der Anordnung 
ungefahr ± 20 ton. Das Zungenband 17 wird auBerhalb des mit dem CCD 
verbundenen Bereichs umgebogen (Schritt e). Auf diese Weise konnen die 
auBeren AnschluBleiter aus der hinteren Oberflache des CCDs leicht 
herausgefuhrt werden. 

30 Die oben beschriebenen, auf einem verwandten Fachgebiet angewandten 

Montageverfahren haben jedoch die folgenden Nachteile. 

Wenn bei dem Chi p-auf-Gl as-Verfahren die Verdrahtungsschicht von 
einem Rand des optischen Glases 1 herausgefuhrt wird, ist Siebdrucken 
erforderlich. In dem Randbereich treten jedoch leicht Siebdruckfehler auf, 
35 wodurch die Ausbeute bei der Herstellung vermindert wird. AuBerdem ist nach 
der Montage des CCD-Gehauses ein Schritt zum Verbinden eines auBeren, 
flexiblen Verbindungssubstrats erforderlich. Der HerstellungsprozeB ist 
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daher kompliziert. Andererseits ist es bei dem Einzelpunkt-Zungen-Verfahren 
schwierig, das optische Glas 11 und den Kleber 19 prazise aufzubringen. Wie 
in der Figur 25 gezeigt ist, sollte das optische Glas 11 auf den oberen 
Bereich der an beiden Randern des CCDs angeordneten Zungen-AnschluBleiter 
5 17 aufgebracht werden. Eine solche Konstruktion ist technisch schwierig zu 
verwirkl ichen. AuBerdem sollten die Zungen-AnschluBleiter nach dem 
WarmpreBverfahren mit den entsprechenden St if ten der Elektrodenbereiche des 
CCDs verbunden werden* Folglich ist dieses Verfahren zeitaufwendig und 
daher untauglich. Ein gemeinsamer Nachteil des Chip-auf-Glas-Verfahrens und 

10 des Einzelpunkt-Zungen-Verfahrens ist, daB in dem CCD-Bildbereich ein 
Hohlraum entsteht. Mit anderen Worten, nach der Montage des Gehauses wird 
der Hohlraum mit einem Harz gefQllt und versiegelt. AuBer bei den 
Verbindungsbereichen der Elektroden-AnschluBflachen ist jedoch der 
Zwischenraum zwischen dem CCD und dem optischen Glas relativ groB (zwischen 

15 20 und 50 /im) . Wenn das Gehause mit dem Harz gefullt und versiegelt wird, 
dringt daher das Harz in das CCD-Bildgebiet ein, Folglich geht die Wirkung 
der fokussierenden Makrolinsen optisch verloren, wodurch die Eigenschaften 
des CCDs verschlechtert werden . 

In den Patent Abstracts of Japan, Band 16, Nr. 148 (C-0928), 13. 
20 April 1992 und in JP-A-4005947 wird ein Festkorper-Bildaufnahmeelement 
beschrieben, bei dem ein anisotroper, leitender Film verwendet wird, urn 
eine flexible Leiterplatte mit einem auf einer Glasplatte gebildeten 
Elektrodenmuster zu verbinden. 

Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, die oben beschriebenen 
25 Fehler zu beseitigen* 

Ein erstes Ziel der vorliegenden Erfindung ist, eine photoelektrische 
Umwandlungsvorrichtung, die ermdglicht, den HerstellungsprozeB dieser 
Umwandlungsvorrichtung zu vereinfachen, und ein Verfahren zur Herstellung 
dieser Vorrichtung zu verwirkl ichen. 

30 Ein zweites Ziel der vorliegenden Erfindung ist, eine 

photoelektrische Umwandlungsvorrichtung, bei der vermieden wird, daB die 
AnschluBleiter eines Substrats umgebogen werden, und ein Verfahren zur 
Herstellung dieser Vorrichtung zu verwirkl ichen. 

Ein drittes Ziel der vorliegenden Erfindung ist, eine 
35 photoelektrische Umwandlungsvorrichtung, die ermogl icht, einen Zwischenraum 
in der Vorrichtung sicher zu bilden, und ein Verfahren zur Herstellung 
dieser Vorrichtung zu verwirkl ichen. 
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Ein viertes Ziel der vorl iegenden Erfindung ist, eine 
photoelektrische Umwandlungsvorrichtung, die ermdgl icht, die Haftfestigkeit 
zwischen einem Substrat und einem optischen Glas zu verbessern, und ein 
Verfahren zur Herstellung dieser Vorrichtung zu verwirkl ichen. 

5 Ein funftes Ziel der vorl iegenden Erfindung ist, eine 

photoelektrische Umwandlungsvorrichtung, die ermdgl icht, Bauelemente mit 
einer sehr hohen Dichte darauf anzubringen, und ein Verfahren zur 
Herstellung dieser Vorrichtung zu verwirkl ichen. 

Ein sechstes Ziel der vorl iegenden Erfindung ist, eine 
10 photoelektrische Umwandlungsvorrichtung, die ermoglicht, die Ausbeute bei 
ihrer Herstellung zu verbessern , und ein Verfahren zur Herstellung 
dieser Vorrichtung zu verwirkl ichen, 

Ein siebtes Ziel der vorl iegenden Erfindung ist, eine 
photoelektrische Umwandlungsvorrichtung von kl einer GrdGe, und ein 
15 Verfahren zur Herstellung dieser Vorrichtung zu verwirkl ichen. 

Ein achtes Ziel der vorl iegenden Erfindung ist, eine photoelektrische 
Umwandlungsvorrichtung, die verhindert, daB ein auf ein photoelektrisches 
Umwandlungs-Bauelement auffallender Lichtstrahl reflektiert wird, und ein 
Verfahren zur Herstellung dieser Vorrichtung zu verwirkl ichen, 

20 Ein neuntes Ziel der vorl iegenden Erfindung ist, eine 

photoelektrische Umwandlungsvorrichtung, bei der Gas und Staub, die bei 
einem Schritt zum Verbinden eines Substrats und eines photoelektrischen 
Umwandlungs-Bauelements anfallen, leicht abgefuhrt werden konnen, und ein 
Verfahren zur Herstellung dieser Vorrichtung zu verwirkl ichen. 

25 Urn diese Ziele zu erreichen, betrifft ein erster Aspekt der 

vorliegenden Erfindung eine photoelektrische Umwandlungsvorrichtung, mit 
einem lichtdurchlassigen Element, umeinen Lichtstrahl durchzulassen, einer 
Leiterplatte, die einen Offnungsbereich, eine erste Oberflache und eine 
zweite Oberflache hat, wobei eine Vielzahl von AnschluBleitern auf der 

30 ersten Oberflache gebildet ist, und die zweite Oberflache auf das 
lichtdurchlassige Element aufgeklebt ist, und einem photoelektrischen 
Umwandlungs-Bauelement, das eine Vielzahl von Elektroden-AnschluBfUchen 
hat, die den AnschluBleitern entsprechen, und ausgelegt ist, urn einen von 
dem lichtdurchlassigen Element und dem Offnungsbereich durchgelassenen 

35 Lichtstrahl zu empfangen, dadurch gekennzeichnet, daB ein anisotrop 
leitender Film zumindest zwischen den AnschluBleitern und den 
entsprechenden Elektroden-AnschluBflachen gebildet ist. 
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Ein zweiter Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft ein 
Montageverfahren fUr eine photoelektrische Umwandlungsvorrichtung, gemaB 
den Anspruchen 16 bis 24, 

Da gemaB der vorliegenden Erfindung der Anisotropieleiterfilm 
5 zwischen den AnschluBleitern und den entsprechenden Elektroden- 
AnschluBflachen gebildet wird, kann der HerstellungsprozeB vereinfacht 
werden. Da die AnschluBleiter auf der Leiterplatte gebildet werden, kann 
eine Biegung der AnschluBleiter vermieden werden. Da die Leiterplatte einen 
blinden AnschluBleiter hat, kann auBerdem bei der Vorrichtung ein 
10 Zwischenraum sicher gebildet werden. 

Diese und weitere Ziele, Merkmale und Vorteile der vorliegenden 
Erfindung werden aufgrund der folgenden ausfQhrl ichen Beschreibung einer 
optimalen Ausfuhrungsform, wie sie in den beigeftigten Zeichnungen 
veranschaulicht ist, besser ersichtlich werden. 

15 Die Figur 1 ist eine Querschnittansicht, die eine CCD-Vorrichtung 

gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. 

Die Figur 2 ist eine perspektivische Ansicht, die ein Zungenband der 
Figur 1 wiedergibt. 

Die Figur 3 ist ein GrundriB, der das Zungenband der Figur 1 
20 wiedergibt. 

Die Figur 4 ist ein GrundriB, der den CCD der Figur 1 wiedergibt. 

Die Figur 5 ist eine schematische Darstellung, die die Schritte eines 
Verfahrens zur Herstellung der CCD-Vorrichtung gemaB einer zweiten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. 

25 Die Figur 6 ist eine Querschnittansicht zur Erklarung eines Schritts, 

bei dem das Zungenband und ein optisches Glas miteinander verbunden werden. 

Die Figur 7 ist eine Querschnittansicht, die einen Schritt 
wiedergibt, der im AnschluB an das in der Figur 5 wiedergegebene 
Herstellungsverfahren ausgefQhrt wird. 

30 Die Figur 8A ist eine Querschnittansicht zur Erklarung eines Effektes 

der vorliegenden Erfindung. 

Die Figur 8B ist eine Querschnittansicht zur Erklarung eines weiteren 
Effektes der vorliegenden Erfindung. 

Die Figur 8C ist eine Querschnittansicht zur Erklarung eines weiteren 
35 Effektes der vorliegenden Erfindung. 
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Die Figur 9 ist ein GrundriB, der eine CCD-Vorrichtung gemaB einer 
dritten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. 

Die Figur 10 ist eine Querschnittansicht, die die CCD-Vorrichtung 
gemaB der dritten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. 

Die Figur 11 ist eine Querschnittansicht zur Erklarung eines Effektes 
der dritten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung, 

Die Figur 12 ist ein GrundriB, der ein Zungenband gemaB der dritten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt ♦ 

Die Figur 13 ist eine Querschnittansicht, die eine CCD-Vorrichtung 
gemaB einer vierten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. 

Die Figur 14 ist ein GrundriB, der ein Zungenband gemaB einer fiinften 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. 

Die Figur ISA ist ein GrundriB, der ein Zungenband gemaB einer 
sechsten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. 

Die Figur 15B ist ein weiterer GrundriB, der das Zungenband gemaB 
einer sechsten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. 

Die Figur 16 ist eine schematische Darstellung, die die Schritte 
eines Prozesses zur Bildung einer rauhen Oberflache gemaB der dritten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. 

Die Figur 17 ist ein GrundriB, der einen CCD gemaB einer siebten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. 

Die Figur 18 ist ein GrundriB, der ein Zungenband gemaB einer 
Modifikation der siebten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung 
wiedergibt. 

Die Figur 19 ist eine Querschnittansicht, die ein Zungenband gemaB 
einer weiteren Modifikation der siebten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung wiedergibt. 

Die Figur 20 ist eine Querschnittansicht, die eine CCD- 
Montagevorrichtung gemaB einer achten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung wiedergibt. 

Die Figur 21 ist eine schematische Darstellung, die die Schritte 
eines Verfahrens zur Herstellung einer CCD-Vorrichtung gemaB einer neunten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. 

Die Figur 22 ist ein GrundriB, der die CCD-Vorrichtung gemaB der 
neunten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. 
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Die Figur 23 ist eine schematische Darstellung, die Schritte eines 
herkomml i chen Einzelpunkt-Zungen-Verfahrens wiedergibt. 

Die Figur 24 ist eine schematische Darstellung, die Schritte eines 
herkomml i chen Einzelpunkt-Zungen-Verfahrens wiedergibt. 

5 Die Figur 25 ist ein GrundriB, der einen Bereich wiedergibt, wo ein 

optisches Glas und ein Kleber bei dem herkomml i chen Einzelpunkt-Zungen- 
Verfahren aufeinander angeordnet sind. 

Als nachstes werden unter Bezugnahme auf die beigefugten Zeichnungen 
Ausfuhrungsformen gemaB der vorliegenden Erfindung beschrieben. 

10 Die Figur 1 ist eine Querschnittansicht, die eine Konstruktion einer 

CCD-Vorrichtung gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung wiedergibt. 

Wie in der Figur 1 gezeigt ist, ist ein Zungenband 102 mittels eines 
Klebers 103 auf eine Oberfiache eines optischen Glases 101 aufgeklebt. 

15 Das optische Glas 101 laBt einen Lichtstrahl hindurch. Die Dicke des 

optischen Glases betragt zum Bei spiel 2 mm. Das optische Glas kann ein 
optisches TiefpaBf il ter sein, das einen Lichtstrahl hindurchlaBt. 

Wie in der Figur 2 gezeigt ist, weist das Zungenband 102 eine 
Isolierfolie 104 und eine Vielzahl von Kupfer-AnschluBleitern 105 auf. Die 
20 Kupfer-AnschluBleiter 105 sind auf der Isolierfolie 104 gebildet. Die 
Zungenfolie 102 kann frei gebogen werden. Die Isolierfolie 104 besteht zum 
Beispiel aus Polyimid Oder Glasepoxyharz. Die Dicke T104 der Isolierfolie 

104 betragt zum Beispiel 100 /xm. Die Isolierfolie 104 hat einen 
Offnungsbereich 106. Die Form des Offnungsbereichs 106 ist zum Beispiel 

25 rechteckig. Der Offnungsbereich 106 laBt einen einfallenden Lichtstrahl 
hindurch, der von dem optischen Glas 101 nach einer hinteren Oberfiache 
eines CCDs 112 ausgesandt wird. Die Kupfer-AnschluBleiter 105 sind auf zwei 
einander gegenuberliegenden Seiten 107 und 108 der Isolierfolie 104 bei 
vorgegebenen Teilungen gebildet. Mit anderen Worten, die Isolierfolie 104 

30 ist zwischen benachbarten Kupfer-AnschluBleitern 105 angeordnet. Die 
Isolierfolie 104 ist auf der hinteren Oberfiache der Kupfer-AnschluBleiter 

105 angeordnet. Wie ersichtlich ist, konnen die Kupfer-AnschluBleiter 105 
auf den anderen Seiten 109 und 110 des Offnungsbereichs 106 gebildet 
werden. Die Dicke T105 der Kupfer-AnschluBleiter 105 betragt zum Beispiel 

35 35 /zm. Die Breite W105 der Kupfer-AnschluBleiter 105 betragt zum Beispiel 
100 /im. Wie ersichtlich ist, kann anstelle des Zungenbandes 102 ein nicht- 
flexibles Substrat verwendet werden. Die Farbe eines sol chen Substrats ist 
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vorzugsweise schwarz, urn zu verhindern, da8 ein einfallender Lichtstrahl 
reflektiert wird. Dabei kann das Substrat aus einem schwarzen Material 
bestehen, oder mit einer schwarzen Farbe beschichtet sein. 

Der Kleber 103 besteht zum Beispiel aus einem Epoxyharz. Der Kleber 
103 1st zum Beispiel ein durch Warme oder Ul traviolettstrahlung 
aushartender Kleber. Die Dicke des Klebers 103 liegt zum Beispiel in dem 
Bereich von 10 bis 20 Mm- 

Der CCD 112 ist (iber einen anisotrop leitenden Film 111 mit dem 
Zungenband 102 verbunden. Wie in der Figur 3 gezeigt ist, ist der anisotrop 
leitende Film 111 vorzugsweise auf den Seiten 109 und 110 sowie 107 und 108 
des Offnungsbereichs 106 gebildet. Der anisotrop leitende Film 111 leitet 
den Strom zwischen den Elektroden. AuBerdem verbindet der anisotrop 
leitende Film 111 das Zungenband 102 und den CCD 112 mechanisch 
miteinander. Weiterhin versiegelt der anisotrop leitende Film 111 einen von 
dem Offnungsbereich 106 und dergleichen gebildeten Hohlraum. Die Farbe des 
anisotrop leitenden Films 111 ist vorzugsweise schwarz, urn zu verhindern, 
daB ein einfallender Lichtstrahl reflektiert wird, 

Der CCD 112 hat zum Beispiel 140.000 Pixel. Die GroBe des CCDs 112 
ist zum Beispiel 4 mm x 4 mm. Die Dicke des CCDs 112 betragt zum Beispiel 
0,6 mm. Wie in der Figur 4 gezeigt ist, sind langs zwei Seiten des CCDs 112 
Elektroden-AnschluBflachen 117 gebildet, die den Kupfer-AnschluBleitern 105 
entsprechen. Wie ersichtlich ist, konnen die Elektroden-AnschluBflachen 117 
langs der vier Seiten des CCDs 112 gebildet werden. Die GroBe von jeder der 
Elektroden-AnschluBflachen 117 ist zum Beispiel 100 pi x 100 /*m. Auf den 
entsprechenden Elektroden-AnschluBflachen 117 sind Vorsprunge 113 gebildet. 
Die Hohe des Vorsprungs 113 betragt zum Beispiel 30 /xm. Die Kupfer- 
AnschluSleiter 105 und die entsprechenden Vorsprunge 113 sind uber leitende 
Partikel, die in dem anisotrop leitenden Film 111 enthalten sind, 
elektrisch miteinander verbunden. Auf einer 1 ichtempfangenden Oberflache 
des CCDs 112 sind Mikrolinsen 115 gebildet. Der CCD 112 empfangt einen 
Lichtstrahl uber das optische Glas 101, den Offnungsbereich 106 und die 
Mikrolinsen 115. 

Auf dem optischen Glas 101 ist ein Versiegelungsharz 116 so gebildet, 
daB das Versiegelungsharz 116 den anisotrop leitenden Film 111 voll 
bedeckt. Das Versiegelungsharz 116 ist zum Beispiel ein Epoxy- 
Versiegelungsharz. Zum Beispiel ist das Versiegelungsharz 116 ein durch 
Warme oder Ul traviolettstrahlung aushartendes Harz. Das Versiegelungsharz 
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116 schutzt die elektrischen und die mechanischen Verbindungen zwischen dem 
Zungenband 102 und dem CCD 112. Bei einer wirkl ichen CCD-Montagevorrichtung 
kann das Versiegelungsharz 116 weggelassen werden, weil der anisotrop 
leitende Film 111 als Versiegelungsharz 116 dient. Wenn das 
5 Versiegelungsharz 116 weggelassen wird, kann der HerstellungsprozeS 
vereinfacht werden. 

Die Figur 5 ist eine schematische Darstellung, die Schritte eines 
Verfahrens zur Herstellung der CCD-Vorrichtung der Figur 1 gemaB einer 
zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. 

10 Auf einer Isolierfolie 104 werden nach einem Atzverfahren oder 

dergleichen Kupfer-AnschluBleiter 105 gebildet (Schritt 501). 

Auf die entgegengesetzte Oberflache eines Zungenbandes 102 (d.h., auf 
die von Bauteilen freie Seite) wird mittels eines Siebdruckverfahrens oder 
dergleichen ein Kleber 103 aufgebracht (Schritt 502). 

15 Ein optisches 61 as 101 und das Zungenband 102 werden mittels des 

Klebers 103 miteinander verbunden (Schritt 503). Wie in der Figur 6 gezeigt 
ist, werden bei dem Schritt 503 die oberen Bereiche der Kupfer- 
AnschluBleiter 105 mittels eines Erhitzungswerkzeugs 601 warmgepreBt. Ober 
die hintere Oberflache des optischen Glases wird ultraviolettes Licht 602 

20 einfallen gelassen. Auf diese Weise werden das optische Glas 101 und das 
Zungenband 102 in kurzer Zeit (zum Beispiel, in einigen Sekunden bis zu 
einigen zehn Sekunden) miteinander verbunden. Mit anderen Worten, der 
Klebeschritt kann im Vergleich zu dem her komml ichen Verfahren, bei dem die 
Kupfer-AnschluBleiter 105 einzeln geklebt werden, in bemerkenswerter Weise 

25 verkurzt werden. 

Auf dem Zungenband 102 wird mittels eines Siebdruckverfahrens oder 
dergleichen ein anisotrop leitender Film 111 gebildet (Schritt 504). Der 
anisotrop leitende Film 111 ist ein pastenartiges Material. Der anisotrop 
leitende Film 111 wird auf dem Zungenband 102 nach einem Spenderverfahren 
30 oder einem Siebdruckverfahren gebildet. Wie ersichtlich ist, kann der 
anisotrop leitende Film 111 ein rahmenformiges, filmartiges Material sein. 

Der Abstand zwischen einem Pixelgebiet des CCDs 112 und einem 
Chiprand des CCDs 112 liegt in dem Bereich von ungefahr 0,3 bis 0,5 mm. Da 
die Klebebreite far den anisotrop leitenden Film 111 klein ist, ist der 
35 rahmenformige, anisotrop leitende Film schwierig zu bilden. Dagegen ist 
eine anisotrop leitende Paste gut geeignet. Wenn die anisotrop leitende 
Paste mittels eines Spenders aufgebracht wird, sollte die Viskositat der 



•t •••• »• •••• 

« • ••••• • • • 

«• • «« •• »• 

- 10 - EP 0630056 

Anisotropiepaste in dem Bereich von 10.000 bis 20.000 cP liegen. Falls der 
Durchmesser des Dusenbereichs des Spenders ungefahr 0,2 mm betragt, der 
Beschichtungsdruck in dem Bereich von 1,5 bis 3,0 kg liegt, und die 
Beschichtungsgeschwindigkeit in dem Bereich von 1 bis 3 mm/sec liegt, ist 
5 die Beschichtungsmenge optimiert (d.h., die Breite der leitenden 
Anisotropiepaste betragt 0,2 mm, und ihre Hohe liegt in dem Bereich von 60 
bis 90 urn). Wenn bei dem Siebdruckverfahren ein aus rostfreiem Stahl 
hergestelltes Sieb mit zum Beispiel Maschenweite 2,50 verwendet wird, und 
die Druckgeschwindigkeit in dem Bereich von 50 bis 120 mm/sec liegt, wird 
10 eine solche optimal e Beschichtungsmenge erhalten. 

Das Zungenband 102 und der CCD 112 werden mittels des anisotrop 
leitenden Films 111 so miteinander verbunden, daB die Kupfer-AnschluBleiter 
105 nach den entsprechenden Vorsprungen 113 ausgerichtet sind (Schritt 
505). Der anisotrop leitende Film 111 wird so erwarmt oder Druck 

15 unterworfen, daB das Zungenband 102 und der CCD 112 miteinander verbunden 
werden. Urn den anisotrop leitenden Film 111 herzustellen, werden 3 bis 30% 
Goldpartikel mit einem Durchmesser zwischen 1 und 10 /zm in zum Beispiel 
Epoxyharz dispergiert. Der anisotrop leitende Film 111 wird mit dem 
Versiegelungsharz 116 ganz bedeckt. Danach wird das Versiegelungsharz 116 

20 erhitzt, oder mit ultraviolettem Licht bestrahlt (Schritt 506). 

Nachdem das Zungenband 102 und der CCD 112 mittels des anisotrop 
leitenden Films 111 miteinander verbunden wurden, kann das optische Glas 
101 mittels des Klebers 103 auf das Zungenband 102 aufgeklebt werden. 

Wenn das Zungenband 102 der wirklichen CCD-Vbrrichtung, die in der 
25 Figur 1 und bei dem Schritt 506 der Figur 5 wiedergegeben ist, umgebogen 
wird, wie in der Figur 7 gezeigt ist, betragt die diagonale Lange der CCD- 
Montagevorrichtung eines 4 mm 2 groBen CCD 112 mit AnschluBleitern des 
Zungenbandes 102 ungefahr 7 mm, wodurch eine sehr kleine Kamera 
verwirklicht werden kann, die ein Kameragehause mit einem Durchmesser von 
30 8 mm hat. 

Da bei der CCD-Vorrichtung gemaB der zweiten Ausfuhrungsform die 
vielen, auf der Isolierfolie 104 gebildeten Kupfer-AnschluBleiter 105 auf 
einmal auf das optische Glas 101 aufgeklebt werden, kann der 
Aufklebeschritt vereinfacht werden. 

35 Wenn die vielen Kupfer-AnschluBleiter 105 auf einmal auf das optische 

Glas 101 aufgeklebt werden, wie in der Figur 8A gezeigt ist, neigen die 
Kupfer-AnschluBleiter 105 dazu, gebogen zu werden. Daher kann ein 
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Kontaktfehler 801 zwischen benachbarten Kupfer-AnschluBleitern auftreten. 
AuBerdem werden die Kupfer-AnschluBleiter 105 und die entsprechenden 
Vorsprunge 113 versetzt. Oaher konnen sich unvoll kommene Verbindungen 
ergeben. GemaB der vorliegenden Erfindurvg ist das Zungenband 102, bei dem 
5 die Isolierfolie 104 zwischen den benachbarten Kupfer-AnschluBleitern 105 
angeordnet ist, und die Isolierfolie 104 immer auf der hinteren Oberflache 
der Kupfer-AnschluBleiter 105 angeordnet ist, auf das optische Glas 101 
aufgeklebt, und wie in der Figur 8A gezeigt ist, kann verhindert werden, 
daB die Kupfer-AnschluBleiter 105 gebogen werden. Da bei dieser 

10 Konstruktion die Isolierfolie 104 immer zwischen den benachbarten Kupfer- 
AnschluBleitern 105 angeordnet ist, wenn das Zungenband 102 und der CCD 112 
mittels des anisotrop leitenden Films 111 miteinander verbunden werden, 
neigt der anisotrop leitende Film 111 dazu, an der Isolierfolie 104 und den 
Kupfer-AnschluBleitern 105 zu haften. Daher kann verhindert werden, daB der 

15 anisotrop leitende Film 111 in den Offnungsbereich 106 und dergleichen des 
Zungenbandes 102 eindringt. Bei dieser Konstruktion ist die Isolierfolie 
104 zwischen den Vorspriingen 113 und dem optischen Glas 101 angeordnet. 
AuBerdem sind die Kupfer-AnschluBleiter teilweise zwischen den Vorspriingen 
113 und dem optischen Glas 101 angeordnet. Daher verringert sich der 

20 Abstand zwischen den Vorspriingen 113 und dem optischen Glas 101 bis auf 20 
bis 30 urn. Folglich kann verhindert werden, daB der anisotrop leitende Film 
111 in den Offnungsbereich 106 und dergleichen des Zungenbandes 102 
eindringt. Dies hat zur Folge, daB der Zwischenraum des Hohlraums sicher 
erhalten werden kann. Daher kann verhindert werden, daB der anisotrop 

25 leitende Film 111 in das Bildgebiet des CCDs 112 eindringt. Folglich kann 
verhindert werden, daB sich die optischen Eigenschaften der auf der 
vorderen Oberflache des CCDs 112 gebildeten Mikrolinsen 115 verschlechtern, 
wodurch verhindert wird, daB sich die Eigenschaften des CCDs 
verschlechtern. Wie in der Figur 8B gezeigt ist, ist dann, wenn die 

30 Isolierfolie 104 gebildet wird, der Abstand G821 zwischen dem CCD 112 und 
der Isolierfolie 104, der die Dicke der Vorsprunge 113 und die Dicke der 
Kupfer-AnschluBleiter 105 umfaBt, ungefahr 65 /xm. Wenn die 
Beschichtungsdicke des anisotrop leitenden Films 111 kleiner als der 
Abstand G821 ist, ergibt sich leicht ein teilweiser Offnungsbereich 815, 

35 wo der CCD 112 nicht mit dem anisotrop leitenden Film 111 gefullt ist. Urn 
ein solches Problem zu vermeiden, werden blinde Kupfer-AnschluBleiter 105 
gebildet, wie in der Figur 8C gezeigt ist. Daher verringert sich der 
Abstand G822 zwischen dem CCD 112 und den blinden Kupfer-AnschluBleitern 
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105 bis auf 30 jim, was gleich der Hdhe der Vorsprunge ist. Daher kann bei 
dieser Konstruktion infolge der verringerten Beschichtungsmenge des 
anisotrop leitenden Films verhindert werden, daB der anisotrop leitende 
Film in den Offnungsbereich 106 eindringt. AuBerdem kann der Zwischenraum 
5 zwischen dem anisotrop leitenden Film und dem CCD leicht versiegelt werden. 

Bei der CCD-Montagevorrichtung gemaB der zweiten AusfQhrungsform kann 
die Klebeoberflache vergroBert werden, da die optische Linse 101 mittels 
des Zungenbandes 102 mit dem CCD verbunden ist, wodurch die Haftfestigkeit 
verbessert wird. 

10 Als nachstes wird eine dritte AusfQhrungsform der vorliegenden 

Erfindung beschrieben. 

Die Figur 9 ist ein GrundriB, der eine CCD-Montagevorrichtung gemaB 
der dritten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. Die 
Figur 10 ist eine Schnittansicht der Figur 9. 

15 Die CCD-Vorrichtung gemaB der dritten AusfQhrungsform unterscheidet 

sich von der (in der Figur 1 wiedergegebenen) CCD-Vorrichtung gemaB der 
ersten Ausfuhrungsform in den folgenden vier Punkten. 

(1) Bei der CCD-Vorrichtung gemaB der dritten Ausfuhrungsform sind 
elektronische Bauelemente 902 auf einem Zungenband 901 angebracht. 

20 Beispiele fur die elektronischen Bauelemente 902 sind Kondensatoren, 
Widerstande und Transistoren. Wie ersichtlich ist, konnen die 
elektronischen Bauelemente 902 sowohl auf der vorderen, als auch auf der 
hinteren Oberflache des Zungenbandes 901 angebracht werden. Von dem 
Zungenband 901 gehen Kupfer-AnschluBleiter 903 aus. Die Kupfer- 

25 AnschluBleiter 903 sind mit zum Beispiel Kontroll-AnschluBflachen oder 
einem Hauptsubstrat verbunden. Da die elektronischen Bauelemente 902 auf 
dem Zungenband 901 angebracht sind, konnen auf der CCD-Montagevorrichtung 
Bauelemente mit einer sehr hohen Dichte angebracht werden. Daher konnen 
kleinere Kameras verwirklicht werden. Bei dieser Konstruktion ist es 

30 besser, die elektronischen Bauelemente 902 auf dem Zungenband 901 
anzubringen und zu kontrollieren, bevor das Zungenband 901 und der CCD 112 
miteinander verbunden werden. Wenn der CCD 112 angebracht wird, bevor die 
elektronischen Bauelemente 902 angebracht werden, wird der CCD 112 wahrend 
eines Lotschritts thermisch beschadigt, da die Warmebestandigkeit des CCDs 

35 112 gering ist. Auf diese Weise kann die Ausbeute bei der Herstellung der 
CCD-Vorrichtung verbessert werden. 
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(2) Bei der CCD-Vorrichtung gemaB der dritten Ausfuhrungsform 
werden freie Bereiche 905, die bei der Isolierfolie 904 ausgespart sind, 
in Biegebereichen des Zungenbandes 901 gebildet. Wie in der Figur 11 
gezeigt ist, werden die freien Bereiche 905 so gebildet, daB das Zungenband 

5 901 scharf umgebogen wird, und in einem Kameragehause 906 untergebracht 
werden kann. Daher kann der Durchmesser D906 des Kameragehauses 906 
verringert werden. 

(3) Bei der CCD-Vorrichtung gemaB der dritten Ausfiihrungsform hat 
das Zungenband 901 blinde AnschluBleiter 907. Die blinden AnschluBleiter 

10 907 sind auf der Isolierfolie 904 auf den zwei Seiten 909 und 910 gebildet, 
wo keine Kupfer-AnschluBleiter 903 gebildet sind. Die blinden 
AnschluBleiter 907 erstrecken sich langs der Seiten 909 und 910. Wie in der 
Figur 3 gezeigt ist, kann dann, wenn ein anisotrop leitender Film 111 auf 
den vier Seiten gebildet wird, verhindert werden, daB dieser Film von den 

15 Seiten 909 und 910 in den Offnungsbereich 908 und so weiter des 
Zungenbandes 901 eindringt. Wie in der Figur 12 gezeigt ist, konnen die 
blinden AnschluBleiter 907 langs der Seiten 911 und 912 gebildet werden, 
wo die Kupfer-AnschluBleiter 903 gebildet werden. Bei dieser Konstruktion 
kann verhindert werden, daB der anisotrop leitende Film 111 in den 

20 Offnungsbereich 908 und dergleichen des Zungenbandes 901 eindringt. Die 
blinden AnschluBleiter 907 konnen auf dem optischen Glas 101 gebildet 
werden. AuBerdem konnen die blinden AnschluBleiter 907 sowohl auf dem 
Zungenband 901, als auch dem optischen Glas 101 gebildet werden. 

(4) Bei der CCD-Vorrichtung gemaB der dritten Ausfuhrungsform wird 
25 eine rauhe Oberflache zwischen dem Zungenband 901 und dem optischen Glas 

101 gebildet. Bei dieser Konstruktion ist die Haftfestigkeit zwischen dem 
Zungenband 901 und dem optischen Glas 101 verbessert. Die Figur 16 ist eine 
schematische Darstellung, die die Schritte des Prozesses zur Bildung einer 
rauhen Oberflache wiedergibt. Wie in der Zeichnung gezeigt ist, werden 

30 Kupferplattierungen 1604 und 1605 auf der vorderen und der hinteren 
Oberflache eines Substrats 1601 mittels Kleberschichten 1602 und 1603 
gebildet. Die Kupferplattierung 1605 auf einer Oberflache des Substrats 
1601 wird weggeatzt. Die Kleberschicht 1603 bleibt auf der Oberflache, wo 
die Kupferplattierung 1605 weggeatzt wurde. Die Kleberschicht 1603 dient 

35 als rauhe Oberflache. Die rauhe Oberflache verhindert, daB ein in den CCD 
112 einfal lender Lichtstrahl reflektiert wird. 

Die Figur 13 ist eine perspektivische Ansicht, die eine CCD- 
Vorrichtung gemaB einer vierten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung 
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wiedergibt. Bei der CCD-Vorrichtung gemaB der vierten Ausfuhrungsform ist 
ein Zungenband 1302, das aus einem Mehrschichtsubstrat 1301 vorragt, mit 
einem CCD 112 verbunden. Wenn das Mehrschichtsubstrat 1301 verwendet wird, 
kann die CCD-Montagevorrichtung mit einer sehr hohen Dichte gebildet 
5 werden. 

Die Figur 14 ist ein GrundriB, der eine CCD-Vorrichtung gemaB einer 
fUnften Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt, Bei der CCD- 
Vorrichtung gemaB der funften Ausfuhrungsform ist ein Offnungsbereich 1402 
gebildet, zum Beispiel fast in dem Zentrum eines Zungenbandes 1401. In dem 
10 Offnungsbereich 1402 ist ein CCD (nicht wiedergegeben) gebildet. In der 
Figur 14 bezeichnet die Kennziffer 1403 einen blinden AnschluBleiter. Die 
Kennziffer 1404 bezeichnet einen Kupfer-AnschluBleiter. 

Die Figuren 15A und 15B sind Grundrisse, die eine CCD-Vorrichtung 
gemaB einer sechsten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung 
15 wiedergeben. 

Wie in der Figur 3 gezeigt ist, ist bei der CCD-Vorrichtung gemaB der 
sechsten Ausfuhrungsform ein freier Bereich 1501 des anisotrop leitenden 
Films zumindest in einem Teil der Seiten 107, 108, 109 und 110 gebildet. 
Der freie Bereich 1501 des anisotrop leitenden Films ist ein freie Bereich, 

20 in dem der anisotrop leitende Film 111 ausgespart ist. Der freie Bereich 
1501 des anisotrop leitenden Films dient dazu, ein Gas abzufuhren, wenn bei 
dem VerbindungsprozeB der anisotrop leitende Film 111 gegen ein Zungenband 
102 warmgepreBt wird, urn zu verhindern, daB die expandierte Luft in dem 
Hohlraumbereich 106 die Verbindungsbereiche mechanisch beansprucht, er 

25 dient dazu, nach der Montage des CCDs 112 die Luft in dem Hohlraumbereich 
106 durch gasformigen Stickstoff zu ersetzen, und er dient dazu, in dem 
Hohlraumbereich 106 vorhandene Fremdstoffe, wie Staub, durch Absaugen oder 
Ausblasen zu entfernen. Wenn das Zungenband 102 und der CCD 112 miteinander 
verbunden sind, wird der freie Bereich 1501 des anisotrop leitenden Films 

30 zum Beispiel mit einem Versiegelungsharz versiegelt. Wie in der Figur 15B 
gezeigt ist, kann ein Gasabfuhrbereich 1501 durch Aussparen eines Teils 
einer Isolierfolie 104 gebildet werden. 

Als nachstes wird eine siebte Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung beschrieben. 

35 Bei der siebten Ausfuhrungsform werden, wie in der Figur 17 gezeigt 

ist, Elektroden-AnschluBflachen 1701 langs einer Seite eines CCDs 1702 
gebildet. Bei dieser Konstruktion erstrecken sich die Kupfer-AnschluBleiter 
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105 in einer Richtung. Daher konnen periphere Bauelemente leicht angebracht 
werden und Kamerakabel leicht angeschlossen werden, wodurch der 
ZusammenbauprozeB vereinfacht wird. 

Wie in der Figur 18 gezeigt ist, konnen eine Elektroden- 
5 AnschluBflache eines Kupfer-AnschluBleiters 1801 und eine Elektroden- 
AnschluBflache eines Kupfer-AnschluBleiters 1802 uber einen Kupfer- 
AnschluBleiter 1804 verbunden werden, urn die Leistungsfahigkeit der 
Leitungsverbindungen zu verbessern. Bei di eser Ausfuhrungsform ist das 
Verdrahtungsmuster aus einer Schicht gebildet. Wie in der Figur 19 gezeigt 
10 ist, kann ein Zungenband 1803 aus einer Vielzahl von Schichten gebildet 
werden. Jede Schicht kann eine Leitung 1901 haben. Die Leitung 1901, der 
Kupfer-AnschluBleiter 1801 und der Kupfer-AnschluBleiter 1802 konnen uber 
ein Durchgangsloch miteinander verbunden werden. Ein Kupfer-AnschluBleiter 
1804 kann als ein blinder AnschluBleiter dienen. 

15 Die Figur 20 ist eine Querschnittansicht, die eine CCD-Vorrichtung 

gemaB einer achten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt. 
Wenn ein CCD 112 und Kupfer-AnschluBleiter 105 mittels eines anisotrop 
leitenden Films 111 miteinander verbunden werden, wird an dem vorderen Rand 
der Kupfer-AnschluBleiter 105 auf einer Isolierfolie 104 ein Dammrahmen 

20 2019 gebildet. Um den Dammrahmen 2019 zu bilden, kann eine Isolierpaste aus 
einem Material wie Epoxyharz nach einem Siebdruckverfahren auf zum Beispiel 
die Kupfer-AnschluBleiter 105 aufgebracht werden. AuBerdem kann der 
Dammrahmen 2019 nach dem Photoatzverfahren gebildet werden. Weiterhin kann 
der Dammrahmen 2019 auf dem Umfang des Pixelgebietes des CCDs 112 gebildet 

25 werden. Danach kann die Hohe des Dammrahmens 2019 kontrolliert werden, 
damit sie die Vorsprungsverbindungen nicht behindert. Wenn ein elastisches 
Material, wie zum Beispiel eine Silikonverbindung, fiir den Dammrahmen 2019 
verwendet wird, kann bei der Verbindung der Vorsprunge mit den Elektroden 
die Beanspruchung des Dammrahmens 2019 verr ingert werden. Der Dammrahmen 

30 2019 besteht vorzugsweise aus einem Material, das gegenuber dem anisotrop 
leitenden Film 111 unloslich ist. 

Die Figur 21 ist eine schematische Darstellung, die die Schritte 
eines Herstellungsverfahrens gemaB einer neunten Ausfuhrungsform der 
vorliegenden Erfindung wiedergibt. 

35 Ein optisches Glas 101 und ein Zungenband 102 werden aufeinander 

geklebt (Schritt 2101). Das Zungenband 102 wird an beiden Randern umgebogen 
(Schritt 2102). Auf Elektroden-AnschluSflachen eines CCDs 112 werden 
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Goldkugelvorsprunge 2110 gebildet (Schritt 2103). Auf den CCD 112 wird eine 
Ausrichtungs-Tragerglasplatte 2111 aufgebracht (Schritt 2104). 

Der sich ergebende Zusammenbau wird in ein Kameragehause (nicht 
wiedergegeben) eingesetzt. Wenn ein unter dem Zungenband 102 angeordnetes, 
optisches Glas 101 und die auf dem CCD 112 angeordnete Ausrichtungs- 
Tragerglasplatte 2111 bei genauer Ausrichtung einem Druck unterworfen 
werden, konnen die Vorsprunge 113 und das Zungenband 102 elektrisch 
miteinander verbunden werden (Schritt 2105). 

Die auf der hinteren Oberflache des CCDs 112 angeordnete 
Ausrichtungs-Tragerglasplatte 2111 wird uber ein Si 1 ikongummi element oder 
dergleichen einer Kraft von 1 kp (50 p/Vorsprung) unterworfen. Die Figur 
22 ist ein Grundrifi, der die Ausrichtungs-TrSgerglasplatte 2111 wiedergibt. 
Bogenbereiche, die in anderen Bereichen als den Zungen-AnschluBleiter- 
Bereichen der Ausrichtungs-Tragerglasplatte 2111 gebildet sind, werden als 
Ausrichtungs-Bezugspositionen benutzt. Bei dieser Ausfuhrungsform kann der 
CCD, der in der Vorrichtung angebracht ist, beim Auftreten eines Defektes 
durch einen einwandfreien CCD ersetzt werden, ohne das Zungenband und 
dergleichen zu beschadigen. 

Bei den oben beschriebenen Ausfuhrungsformen wird ein CCD als 
photoelektrisches Umwandlungs-Bauelement verwendet. Es ist jedoch klar 
ersichtlich, da6 anstelle des CCDs zum Beispiel ein Sensor verwendet werden 
kann. 
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PATENTANSPROCHE 

1 . Photoel ektr i sche Umwandl ungsvorri chtung , mi t ei nem 1 i chtdurchl assigen 
Element (101), urn einen Lichtstrahl durchzulassen, einer Leiterplatte 
5 (102), die einem Offnungsbereich (106), eine erste Oberflache und eine 
zweite Oberflache hat, wobei eine Vielzahl von AnschluBleitern (105) auf 
der ersten Oberflache gebildet ist, und die zweite Oberflache auf das 
lichtdurchUssige Element (101) aufgeklebt ist, und einem photoel ektrischen 
Umwandl ungs-Bauelement (112), das eine Vielzahl von Elektroden- 

10 AnschluBflachen (117) hat, die den AnschluBleitern (105) entsprechen, und 
ausgelegt ist, urn einen von dem lichtdurchl assigen Element (101) und dem 
Offnungsbereich (106) durchgelassenen Lichtstrahl zu empfangen, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein anisotrop leitender Film (111) zumindest zwischen 
den AnschluBleitern (105) und den entsprechenden Elektroden-AnschluBflachen 

15 (117) gebildet ist. 

2. Vorri chtung gemaB Anspruch 1, bei der die Leiterplatte (102) flexibel 
biegbar ist. 

3. Vorrichtung gemaB Anspruch 1, bei der die AnschluBleiter (105) langs 
des Offnungsbereichs (106) gebildet sind, wobei der anisotrop leitende Film 

20 (111) langs des Offnungsbereichs (106) gebildet ist. 

4. Vorrichtung gemaB Anspruch 1, bei der mindestens entweder die 
Leiterplatte (102) oder der anisotrop leitende Film (111) schwarz ist. 

5. Vorrichtung gemaB Anspruch 3, bei der langs des Offnungsbereichs 
(908) der Leiterplatte (904) blinde AnschluBleiter (907) gebildet sind. 

25 6. Vorrichtung gemaB Anspruch I, bei der ein elektronisches Bauelement 
(902) auf mindestens einer der Oberflachen der Leiterplatte (904) 
angebracht ist. 

7. Vorrichtung gemaB Anspruch 1, bei der die Leiterplatte (1301) eine 
Mehrschicht-Leiterplatte ist, wobei eine Vielzahl von AnschluBleitern (105) 

30 auf einer ersten Oberflache von mindestens einem Substrat (1302) der 
Mehrschicht-Leiterplatte gebildet ist, und eine zweite Oberflache des 
Substrats auf das lichtdurchlassige Element (101) aufgeklebt ist. 

8. Vorrichtung gemaB Anspruch 2, bei der die Leiterplatte (904) einen 
Biegungsbereich hat, wobei ein Basismaterial , aus dem die Leiterplatte 

35 (904) hergestellt ist, bei mindestens einem Teil des Biegungsbereichs, auf 
dem die AnschluBleiter gebildet sind, ausgespart ist. 
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9. Vorrichtung gemaB Anspruch 5, bei der mindestens ein Teil der 
Leiterplatte (1803) langs des Offnungsbereichs eine Mehrschicht- 
Leiterplatte ist, wobei die blinden AnschluBleiter (1801, 1802) fiber eine 
Leitung (1901) der Mehrschicht-Leiterpl atte elektrisch verbunden sind. 

5 10. Vorrichtung gemaB Anspruch 3, bei der mindestens die Leiterplatte 
oder der anisotrop leitende Film einen ausgesparten Bereich (1501) hat, wo 
ein Basismaterial, aus dem die Leiterplatte hergestellt ist, oder der 
anisotrop leitende Film ausgespart ist. 

11. Vorrichtung gemaB Anspruch 5, bei der der blinde AnschluBleiter aus 
10 einem anderen Material als die AnschluBleiter besteht. 

12. Vorrichtung gemaB Anspruch 1, bei der das 1 ichtdurchlassige Element 
als optisches TiefpaBf il ter dient. 

13. Vorrichtung gemaB Anspruch 1, bei der die zweite Oberflache (913) der 
Leiterplatte rauh ist. 

15 14. Vorrichtung gemaB Anspruch 1, bei der das photoelektrische 
Umwandlungs-Bauelement (1702) eine rechteckige Form hat, wobei die 
elektrischen AnschluBflachen (1701) langs einer Seite des photoelektrischen 
Umwandlungs-Bauelements (1702) gebildet sind. 

15. Vorrichtung gemaB Anspruch 1, bei der das 1 ichtdurchlassige Element 
20 (101) aus einem optischen Glas besteht. 

16. Verfahren zur Herstellung einer photoelektrischen 
Umwandlungsvorrichtung gemaB Anspruch 1, das die Schritte aufweist, bei 
denen: 

die zweite Oberflache der Leiterplatte (102) auf das 
25 1 ichtdurchlassige Element (101) aufgeklebt wird, wobei eine Vielzahl von 
AnschluBleitern (105) auf einer ersten Oberflache der Leiterplatte gebildet 
sind; 

ein anisotrop leitender Film (111) zwischen den AnschluBleitern (105) 
und entsprechenden Elektroden-AnschluBflSchen (117) des photoelektrischen 
30 Umwandlungs-Bauelements (112) gebildet wird. 

17. Herstellurigsverfahren gemaB Anspruch 16, bei dem 

bei dem Klebeschritt die zweite Oberflache der Leiterplatte (102) auf 
das 1 ichtdurchlassige Element (101) aufgeklebt wird, wobei die 
AnschluBleiter (105) auf mindestens einem Teil der ersten Oberflache der 
35 Leiterplatte langs des Offnungsbereichs gebildet sind, 
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bei dem bei dem Bildungsschritt der anisotrop leitende Film (111) auf 
der Leiterplatte (102) so gebildet wird, daB der Umfang des 
Offnungsbereichs (106) von dem anisotrop leitenden Film (111) voll bedeckt 
wird, 

5 und das weiterhin den Schritt aufweist, bei dem die AnschluBleiter 

(105) und die entsprechenden Elektroden-AnschluBflachen (117) des 
photoelektrischen Umwandlungs-Bauelements (112) tiber den anisotrop 
leitenden Film (111) verbunden werden. 

18. Herstellungsverfahren gemaB Anspruch 16, bei dem der 
10 Verbindungsschritt die Schritte umfaBt, bei denen: 

die AnschluBleiter der Leiterplatte (102) und die entsprechenden 
Elektroden-AnschluBflachen (117) des photoelektrischen Umwandlungs- 
Bauelements (112) Ober den anisotrop leitenden Film (111) verbunden werden, 
wobei die AnschluBleiter (105) auf mindestens einem Teil der ersten 
15 Oberflache der Leiterplatte langs des Offnungsbereichs (106) gebildet sind; 
und 

die zweite Oberflache der Leiterplatte (102) auf das 
lichtdurchlassige Element (101) aufgeklebt wird. 

19. Herstellungsverfahren gemaB Anspruch 16, bei dem der anisotrop 
20 leitende Film (111) aus einem pastenahnl ichen Material besteht, und nach 

dem Spenderverfahren oder dem Siebdruckverfahren gebildet wird. 

20. Herstellungsverfahren gemaB Anspruch 16, das weiterhin den Schritt 
aufweist, bei dem ein blinder AnschluBleiter (907) auf der ersten 
Oberflache der Leiterplatte (904) oder auf dem lichtdurchlassigen Element 

25 (101) gebildet wird, bevor der anisotrop leitende Film (111) zumindest 
zwischen den AnschluBleitern (903) und den entsprechenden Elektroden- 
AnschluBflachen (117) gebildet wird. 

21. Herstellungsverfahren gemaB Anspruch 16, das weiterhin den Schritt 
aufweist, bei dem ein elektronisches Bauelement (902) auf der Leiterplatte 

30 (904) angebracht wird, bevor die Leiterplatte auf das lichtdurchlassige 
Element (101) aufgeklebt wird und der anisotrop leitende Film (111) 
zwischen den AnschluBleitern (903) und den entsprechenden Elektroden- 
AnschluBflachen (117) gebildet wird. 

22. Herstellungsverfahren gemaB Anspruch 16, 

35 bei dem mindestens der Klebeschritt oder der Bildungsschritt die 

Bildung eines ausgesparten Bereichs (1501) bei mindestens der Leiterplatte 
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(904) oder dem anisotrop leitenden Film (lil) langs des Offnungsbereichs 
(908) umfaBt, wobei der ausgesparte Bereich durch Aussparen eines 
Basismaterials der Leiterplatte (904) oder Aussparen des anisotrop 
leitenden Films (111) gebildet wird, und 

das weiterhin den Schritt aufweist, bei dem der ausgesparte Bereich 
(1501) nach dem Verbindungsschritt ausgefiillt wird. 

23. Herstellungsverfahren gemaB Anspruch 16, das weiterhin den Schritt 
aufweist, bei dem: 

eine (1605) der Metal 1 pi attierungen (1604, 1605), die auf beide 
OberflSchen der Leiterplatte (1606) mittels Kleberschichten (1602, 1603) 
aufgeklebt sind, so entfernt wird, daB die Kleberschicht (1603) auf der 
Leiterplatte verbleibt. 

24. Herstellungsverfahren gemaB Anspruch 16, bei dem das 
lichtdurchlassige Element (101) aus einem optischen Glas besteht. 
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